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RUPALIT® Profil HF-Litzen nutzen den Wickelraum lhres

Bauteils optimal. Erhohung
Bauteilvolumen

Besonderes bei groRen Litzen-Quer-
schnitten ergeben sich signifikante
Verbesserungen des Kupferfiillfaktors

Vorteile

o Verbesserter Kupferfillfaktor

e Reduzierung der Anzahl der Lagen

e korperlose Wicklung mit Backlack/
Acetatseide

e Auch als RUPALIT® Safety erhaltlich

e Rechteck oder Quadrat

Technische Daten

Aufbau
e Kupferlackdrahte

(0,02-0,80 mm, 20—52 AWG)
e Leiterquerschnitte nach

DIN oder nach Kundenwunsch

RUPALIT® Profil

Rudolf Pack GmbH & Co. KG
Werk | und Verwaltung

Am Bduweg 9-11

D-51645 Gummersbhach-Derschlag

family owned
since 1933

© REACH
SRoHS
des Kupferfullfaktors bei gleichem “ Vcomp“a”t

Isolationsmaterial

als elektrischer und mechanischer

Schutz

Garn

e Naturseide (52)— Naturgarn fiir
Anwendungen mit maximaler
Flexibilitat und hoher Giite

e Polyamid (63, PA6.6, Nylon®) —
robustes Textilgarn mit hoher
mechanischer Bestandigkeit

e Weitere Materialien auf Anfrage:
Glasseide, Kunstseide

RUPALIT® Plus Profil

Folie

e PET (Polyethylenterephthalat,,
Polyester, Mylar®) — Folie als
klassisches Isolationsmaterial mit
ausgezeichneter dielektrischer
Festigkeit

e PEN (Polyethylennaphthalat,
Teonex®) — Folie fiir Hochtempera-
turanwendungen

e PI (Polyimid, Kapton®) — Folie fiir
extreme thermische Anforderungen

e Weitere Materialien auf Anfrage

Anwendungen

e HF-Transformatoren
e HF-Ubertrager

e Elektronische

e Vorschaltgerate

Kupferfullfaktor

RUPALIT® RUPALIT® Profil

:

Nylon®, Mylar®, Teonex® und Kapton® sind
eingetragene Markenzeichen der Firmen DuPont,
Mylar Specialty Films

Telefon: +49 (0) 2261/9567-0
Telefax: +49 (0) 2261/9567-67

E-Mail: info@packlitzwire.com
www.packlitzwire.com





